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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月4日(2011.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(１)両末端シラノール型シリコーン樹脂、(２)アルケニル基含有ケイ素化合物、(３)エ
ポキシ基含有ケイ素化合物、(４)オルガノハイドロジェンシロキサン、(５)縮合触媒、及
び(６)ヒドロシリル化触媒を含有してなる、熱硬化性シリコーン樹脂用組成物であって、
さらに、(７)蛍光体無機粉末を含有してなる、熱硬化性シリコーン樹脂用組成物。
【請求項２】
　両末端シラノール型シリコーン樹脂が、式(I)：
【化１】



(2) JP 2010-265437 A5 2011.3.24

(式中、Ｒ１は１価の炭化水素基を示し、ｎは１以上の整数であり、但し、全てのＲ１は
同一でも異なっていてもよい)
で表わされる化合物である、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　アルケニル基含有ケイ素化合物が、式(II)：
　　　Ｒ２－Ｓｉ(Ｘ１)３                  (II)
(式中、Ｒ２は置換又は非置換のアルケニル基、Ｘ１はハロゲン原子、アルコキシ基、フ
ェノキシ基又はアセトキシ基を示し、但し、３個のＸ１は同一でも異なっていてもよい)
で表わされる化合物である、請求項１又は２記載の組成物。
【請求項４】
　エポキシ基含有ケイ素化合物が、式(III)：
　　　Ｒ３－Ｓｉ(Ｘ２)３                  (III)
(式中、Ｒ３はエポキシ構造含有置換基、Ｘ２はハロゲン原子、アルコキシ基、フェノキ
シ基又はアセトキシ基を示し、但し、３個のＸ２は同一でも異なっていてもよい)
で表わされる化合物である、請求項１～３いずれか記載の組成物。
【請求項５】
　オルガノハイドロジェンシロキサンが、式(IV)：
【化２】

(式中、Ａ、Ｂ及びＣは構成単位であり、Ａが末端単位、Ｂ及びＣが繰り返し単位を示し
、Ｒ４は１価の炭化水素基、ａは０又は１以上の整数、ｂは２以上の整数を示し、但し、
全てのＲ４は同一でも異なっていてもよい)
で表わされる化合物、及び式(V)：

【化３】

(式中、Ｒ５は１価の炭化水素基、ｃは０又は１以上の整数を示し、但し、全てのＲ５は
同一でも異なっていてもよい)
で表わされる化合物、からなる群より選ばれる少なくとも１種である、請求項１～４いず
れか記載の組成物。
【請求項６】
　さらに、微粒子を含有してなる、請求項１～５いずれか記載の組成物。
【請求項７】
　微粒子がシリカである、請求項６記載の組成物。
【請求項８】
　請求項１～７いずれか記載の組成物を半硬化させてなる、シリコーン樹脂シート。
【請求項９】
　請求項８記載のシリコーン樹脂シートを硬化させてなる、シリコーン樹脂硬化物。
【請求項１０】
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　請求項８記載のシリコーン樹脂シートを用いて光半導体素子を封止してなる、光半導体
装置。
【請求項１１】
　請求項１～７いずれか記載の組成物を成形してなる、マイクロレンズアレイ。
【請求項１２】
　請求項１～７いずれか記載の組成物を完全硬化させてなるシリコーン樹脂硬化物層に、
(１)両末端シラノール型シリコーン樹脂、(２)アルケニル基含有ケイ素化合物、(３)エポ
キシ基含有ケイ素化合物、(４)オルガノハイドロジェンシロキサン、(５)縮合触媒、及び
(６)ヒドロシリル化触媒を含有してなる、熱硬化性シリコーン樹脂用組成物を半硬化させ
てなるシリコーン樹脂半硬化物層が積層されてなるシリコーン樹脂シート。
【請求項１３】
　シリコーン樹脂半硬化物層を形成する熱硬化性シリコーン樹脂用組成物がさらに、微粒
子を含有してなる、請求項１２記載のシリコーン樹脂シート。
【請求項１４】
　微粒子がシリカである、請求項１３記載のシリコーン樹脂シート。
【請求項１５】
　半硬化させた組成物からなる層が光半導体素子を封止するように、請求項１２～１４い
ずれか記載のシリコーン樹脂シートを用いて封止してなる、光半導体装置。
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